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Be s chre ibung 

Elektronisches konfeiniertes X-ogik-Leistungsnjodul 

Die Erfindung betrifft eio kontoiniertes elektronisches Logik- 
Leistungsmodul, bei dean Logik- und Leistungsbauelemente je- 
wels auf exnem Schaltungstrager aufgebaut und mit AnschlQs- 

v^jr SehSn ™ d 4338 komb i*ierte Modul it einem 

Ktihlk6rper versehen 1st. 

IEM (intelligent Power Woduls, -Bauformen werden gegenwartig 
hauptsachlich bei Anwendungen i* Zusa^nenhang xnit SchweiSge: 
raten. Stromversorgungen und in der Antriebstechnik einge- 
setzt. Insbesondere i m Bereich der Motorantriebe werden zu- 
n ehni end Preguen.u^icbterl^ungen anstelle der traditionellen 
Gleans trornantriebe eingesetzt. wobei i*. Laistungsteil des 

letter r T ( , IS ° lated "torJ-Leistungshalb- 
leiter Verwendung finden. 

Derzeit werden Logik- und Leistungsmodul vorwiegend als vol- 
ixo selbstandige Teile aufgebaut, wobei die Leistungsxnodule 
DCB^I l CB - A1 ^~ S ^^ «*~ct Copper Bonding,, auf 
PCB-AIN-Substrat oder auf IMS-Substrat (Aluminium Pol yimi d- 
Kupfer, gefertigt warden. Die LogiJonodule werden auf Epoxy- 
Leaterplatten oder in Dickschicht-Techniken hergestellt . Auf 

duTeTLT" h T Sin2elne ^gik-Leistungaino- 
dule xn Sandwxch-Bauweise erhaltlich. Dabei werden das nut 

den Lexstungsbauteilen bestuckte IKS-Substrat und die m it den 

Logxkbautexlen bestuckte Epoxy-Leiterplatte ubereinander an- 

. geordnet und durch eine Vergufimasse thennisch gekoppelt. 

Diese herk 6inml i C ne Modultechnik ist in menrfacher Hinsicht 
noch nicht zufriedenstellend.- 

Or^dsatzlich ist eine. rSu^lich enge elektrisehe Kopplung 

2W1SChe n de» Lo g ilt - ^ den Lei5tungsteiJ etwinscht 

gar werdenden .l. ktrischen Verbindungswegen w4ch st ansonsten 
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die Gefahr, daS das korrekte Schaltverhalten durch induktives 
Binkoppeln externer St6rquellen und durch die unterschiedli- 
chen Massepotentiale der beiden Schaltungsteile beeintrach- 
tigt wird. Die Verwendung getrennter Substrate fur die beiden 
5 Schaltungsteile ist von daher grundsatzlich unguastig. Ande- 
rerseits steigt nvit zunehmender raumlicher Nahe der beiden 
Schaltungsteile die Notwendigkeit einer Warmeentkopplung dee 
Logikteils von dem Leistungsteil, da der Logikteil durch den 
Leistungsteil nicht unzulassig erwarmt werden darf . Diese 
io Probieme mUssen im ubrigen in Zusanraenhang nit weiteren tech- 
nischen Anf orderungen wie einer ausreichenden" Warmeentsorgung 
des Leistungsteils zum Kuhlkorper hin und einer zuveriassigen 
AnschluStechnik fur Logiksignale und Lastanschlusse betrach- 
tet und dabei auch in" georaetrisch gunstiger Weise gel6st wer- 
15 den. 

Der Erfindung Xiegt die Aufgabe zugrunde, ein elektronisches 
kombaniertes Logik-Leistungsmodul der eingangs angegebenen 
Art. hinsichtlich der bes.chriebenen Problematik Z u verbessem. 

Erf indungsgemas wird dies bei einem Modul der eingangs ge- 
nannten Art dadurch erreicht, 

a) das die Logik-und Leistungsbauelemente jeweils in getrenn- 
ten Bereichen auf einer Hauptflache eines gemeinsamen Dick- 
schichtsubstrats hybridiert aufgebaut sind, 

b) dafi der Logikteil durch einen auf der gegenuber 1 i egenden 
Hauptflache- des Dickschichtsubstrats warmeleitend befestigten 
und im wesent lichen nur im Bereieh unterhalb des Leistungs- 
teils warmeableitend wirksamen Kuhlkorper thermisch vom Lei- 
stungsteil entkoppelt ist, 

c) und daG das kombinierte Modul mit einheitlichen AnschluG- 
Pins fur Logiksignale und Lastanschlusse versehen ist. 
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weitere vorteilhafte Ausgestaltunge* und Weiterbildungen der 
Brfindung sind Gegenstand der Unteranspruche . 

Die Erfindung soli nun anhand zweier Ausfuhrungsbeispiele un- 
5 t . r Be Z ugnahme auf die beigefugte Zeichnung naher erlautert: 
werden. Es zeigen.- 

Figur 1 i„ einer perspektivischen Aufsicht eih erstes Aus- 
fuhrungsbeispiel mit Kublrippen 

10 

Figur 2 in der gleichen Darstellungsweise wie Figur 1 ein 
2W61tes A ^hrun g8 bei S piel bit einer Kuhlplatte. 

15 losen Begem x» Leistungsbereich von 5 A und 600 V geaignetes 
koaibiniertes Modul daraestellf ■ „ • B eces 

7 rnar,,,^ °argestellt. wobel einer der AnscHluEpins 

l'T T/ eit ™ d im rechten oberen Teil 

der Figur 1 dargestellt iat. Da 3 gemeinaame DieJc- 
a=hi=bc S ub S trat 1 i sc erkennbar in einen ersten. den Logik- 

"" k V " b « hslt »» > -d in einen zweiten, den 

ceil! f 116,1 5 VOrteh * lt — ^reicb 3 r*u»ii= h ^ 
w"d a" B 9eCreImC - ^^^"en Ausfahrung* £ o m 

rf * e B <^«— g der warmeableitenden Wirkung auf den Be- 
r«cb 3. unterhaib des Leistungsteile ,der BereL 3 ■ L . 

^ BSreiCh 3 ° b " sei "» dndurcb 
. Whri««t. dan nur dort ein n,it Rippen veraehener KAhl- 

bl^ /"T^" ° UrCh eiM S »*"°U* Mnauaforaung. 

be, der d,e AnachiuSpins 7 aenkrecht 2um Dictachichtaub^erat 
1 angeordnet und in Steckrichtung elaatiach auagebildet sind 
"eli Z T «-^*— " «r ueistungs- und ^ 

lereu Bar. h " , ^or*nng der ni«- 

™ *nach iuB pin S 7 sind diese aleh . w 

h!TT r ' S ° *" iD SCeCkri *tung auftretende unaulSssig ho- 
3S "erdel SPannUnSen ta •!«»—«:« Zustand vem,ieda„ 
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in Figur 2 ist ein aufder Unterseite desDick- - "VU" 
schxchtsubstrats 1 angeordneter, nut diese« in, wesentW * 
kongruenter Kuhlkorper daraestelle h f WeSentllc hen 
gebildet ist I ^gestellt, der ale Ktthl P i atCe 8 aus _ 

der LogiktJl LtT f ^adurch ist eine„ eits auch 

bitten mittels der Auflageleiste 10 abgestatzt 
I 1 " 6 f »ecWsc he Stability gegeben J^£^£ 9 "* 
-rd durch den Luf tspalt 9 ^ ischen der ^,^^8 1h h 

s eil bawxrkt. D leo . Enttoppiung. beruht bei alien" JUMffih 

rer eine s n shov« w » lsc » mittels de- 

ne s P a tere Montage des Moduls a »f »c 
korper in einem Kernel Wocluls einen grdiSeren Kvihl- 

einem Komplettsysfcein, beispielsweis* oi „ am T 
ter, moglich ist. P^eisweise einem Invert 

» oas Dickschichcsubstrat wird varh.-^ , 

sen AgPt^iterbahnen versehen d ^ 
S -o mt rag f anigke it so^^I "VST ^ 

sxnd. Atif dem Dickschichtsubstrae I T bondbar 

Verbindung kann I^ITaT Werden ' ^ elektri -^ 

.«« SHicongelvarguE.. der in d« 

1200V geschatzt. 9SUBarSChUse " b « Be^iabsspa^nungen bis 
die gesamte Schalfcun« -k , - ^ uturc « actives Lasertrimmen 

- — — « rsr zz::zz:::t::i inde - — — i- 

9 correlation erzeugt wird. Die 
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SchutzansprQche 



1. Elektronisch.es kombiniertes Locrik- r^,**. 

SCh ~^ aufgebaut L J fc An ^T XlS ^ ^ 
-a bei den, kombinierte Mod" ^ Sind 

hen ist. mxt eine *» KOhlkdrper v erse - 



d a d u r c h 



a) das die Logi> ° ^ f? » * " 1 « » " e t , 
W « der L o giJcteil iuL^^ r/f 9 ^" Slnd ' 

c) und da 6 das kombini erte MoH, i 

«a l.aseansehlusse versehen ist. 

ist. senener Kuhlkarper- < 6 ) vdrgesehen 
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d". K rtTrr s Modui nach ta ~ *• 



€ 

6*& dar KQhlkatper ais „i t Y " " E ' 

Be reich uot ^ lb des Lriti " iSe ' ^ A " 

- versehen ist. 9 K 611s mifc e *nem Luftspalt f9) 

das die Ktlhlpiatte fa J n2 «^chr, et> 
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5. Kombimertes Modul nach A 4 nM . -a - v 

. . «oaux nacii einem der Anspruche 1 bis 4 

aadurch ceker»n,~' L 

die taschluEpins ,7, BenkrBcht . „ ' 



m ., „ gekei inzGichnet 
10 dag das Dickschichtsubstrat (11 mi* t ^ 

tarbahnen versehens 1st " -edex-oh^gen, AgP t - Lei - 

7. Koinbiniertes Modul naeh «,•„». j » 

d a d u r c h a • v Ansprtche 1 bis 6, 

15 dag auf dem Dickschichtsubst^ m'i l ■ ' 

Wte (5), insbesond*- ^ ^u ete Lei staDgshalb . 

(1 ) verbun^en l d 

0 8. K 01 nbinie«e S Modul nach An Spruch 7 , 

S kenn2ei chnet 
*. L eistungstail ^ einem silicon3clve ; gu8 versehen 



